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内容概要

　　电子设计自动化技术（Electronic Design Automation，EDA）是在电子CAD技术的基础上发展起来
的计算机设计软件系统。
《EDA技术基础与应用》主要介绍电路仿真技术、印制电路板的辅助设计和FPGA／CPLD设计，采
用3个典型的EDA技术软件：Multisim 10、Protel DXP 2004 SP2和Quartus II。
全书通过大量的案例介绍虚拟电路的搭接、虚拟仪器的使用、一些高级电路分析方法及FPGA／CPLD
设计；通过对实际产品的解剖和仿制介绍产品从原理图设计到PCB设计及输出的整个过程。
　　《EDA技术基础与应用》内容丰富，案例由浅入深，注重实用性，兼顾课堂教学和自学的需求，
配备了大量的应用实例，使读者能在较短的时间内掌握软件的使用方法和产品的基本设计方法。
　　《EDA技术基础与应用》可作为高等职业院校电子类、电气类、通信类、机电类等专业的教材，
也可作为职业技术教育、技术培训及从事电子产品设计与开发的工程技术人员学习EDA技术的参考书
。
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章节摘录

版权页：插图：对于电路板的制作而言，板的层数越多，制作程序就越多，失败率当然增加，成本也
相对提高，所以只有在高级的电路中才会使用多层板。
市面上所谓的四层板，就是顶层、底层，中间再加上两个电源板层，技术已经很成熟；而六层板就是
四层板再加上两层布线板屡。
如图6-5所示为4层板剖面图。
通常在电路板上，元器件放在顶层，所以一般顶层也称元器件面，而底层一般是焊接用的，所以又称
焊接=面。
对于SMD元器件，项层和底层都可以放元一器件。
另外，元器件也分为两大类，传统的元器件是通孔式元器件，通常这种元器件体积较大，且电路板上
必须钻孔才能插装；较新的设计一般采用体积小的SMD元器件，这种元器件不必钻孔，利用钢模将半
熔状锡膏覆盖于电路板上，再把SMD元器件放上去，通过回流焊将元器件焊接在电路板上。
SMD元器件是目前商品化电路板的主要元器件，但这种技术需要依靠机器，采用手工插置、焊接元器
件比较困难。
2.根据PCB所用基板材料划分1）刚性印制板（Rigid Print Board）。
刚性印制板是指以刚性基材制成的PCB，常见的PCB一般是刚性PCB，如计算机中的板卡、家用电器中
的印制板等，如图6-1～图6-3所示。
常用刚性PCB有以下几类：纸基板。
价格低廉，性能较差，一般用于低频电路和要求不高的场合。
玻璃布板。
价格较贵，性能较好，常用作高频电路和高档家用电器产品中。
合成纤维板。
价格较贵，性能较好，常用作高频电路和高档家用电器产品中。
当频率高于数百兆赫时，必须用介电常数和介质损耗更小的材料，如聚四氟乙烯和高频陶瓷作基板，
如图6-2所示。
2）挠性印制板（Flexible Print Board，也称柔性印制板、软印制板）。
挠性印制板是以软性绝缘材料为基材的PCB。
由于它能进行折叠、弯曲和卷绕，因此可以节约60％～90％的空间，为电子产品小型化、薄型化创造
了条件，它在计算机、打印机、自动化仪表及通信设备中得到广泛应用，如图6-6所示。
3）刚一挠性印制板（Flex-rigid Print Board）。
刚.挠性印制板指利用软性基材，并在不同区域与刚性基材结合制成的PCB，主要用于印制电路的接口
部分，如图6-7所示。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<EDA技术基础与应用>>

编辑推荐

《EDA技术基础与应用》是全国高等职业教育规划教材之一。
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